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RELATORIO RESUMIDO DO PROGRAMA PADIS

1. OBIJETO

Relatério resumido de resultados econémicos e tecnolégicos do Programa de Desenvolvimento
Tecnoldgico da Industria de Semicondutores — PADIS.

2. O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA INDUSTRIA DE
SEMICONDUTORES - PADIS

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolégico da Industria de Semicondutores e
Displays — PADIS, foi instituido pela Lei n2 11.484, de 2007. O PADIS estabelece que para as empresas
gue invistam em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e exercam pelo menos uma das atividades de
concepcao, desenvolvimento e projeto (design), difusdo ou processamento fisico quimico, corte,
encapsulamento e testes de semicondutores ou de displays, serd concedida a desonera¢do dos
impostos e tributos federais incidentes sobre as maquinas, equipamentos e ferramentas destinadas
ao projeto e a producdo de semicondutores e de displays. As empresas beneficidrias do PADIS poderao
contar também com a isencdo do imposto de renda e de tributos e impostos federais incidentes sobre
a producdo e a comercializacdo de circuitos integrados.

O Programa PADIS abrange os dispositivos semicondutores enquadrados nas posicdes da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM): 85.41, 85.42 e 8523.51; e mostradores de informacao
(displays) das posicoes 85.29 e 9013.80.10 com tecnologias de plasma, LCD e OLED.

Foi aprovado pela Lei n? 13.169, de 6 de outubro de 2015, que o Programa PADIS receberia
projetos de empresas interessadas até 31 de julho de 2020. Em relacdo ao prazo para fruicdo dos
incentivos e beneficios, esta previsto na Lei n211.484, de 2007 que conforme o tributo e contribuicdo
e a agregacdo de valor local, os incentivos fiscais valem até 22 de janeiro de 2022 ou por 12 ou 16
anos, a contar da data de aprovacao do projeto.

Em 26 de dezembro de 2019, com a aprovacao da Lei n2 13.969, de 2019, que alterou a Lei n?
11.484, de 2007, as reducdes de aliquotas do IPl e da PIS/COFINS foram substituidas pelo crédito
financeiro trimestral, a partir de 12 de abril de 2020. O Decreto n2 10.615, de 29 de janeiro de 2021
regulamentou os dispositivos da Lein213.969, de 2019 e revogou os Decretos anteriores que tratavam
do Programa PADIS, consolidando e atualizando todos os dispositivos anteriores.

Como primeiro resultado do Programa PADIS, as empresas implantaram complexas unidades
de producdo (salas limpas, estacGes de tratamento de dgua, ambientes com controle de temperatura
e umidade, equipamentos de fabricacdo de alta precisdo, recursos humanos qualificados, dentre
outras facilidades), incluindo as primeiras plantas de painéis fotovoltaicos.



SMART

A Smart esta encapsulando memdrias no Brasil desde 2005, o seu projeto PADIS foi aprovado em
2013. Desde 2013, a empresa tem ampliado a sua linha de produtos e em 2014 iniciara a operacao
das atividades de corte, encapsulamento e teste em uma sala limpa classe 10, destinada a fabricacdo
de componentes eMCP, eMMC e LPDRAM.

CEITECS.A.

Primeira foundry do Pais. Iniciou as atividades de fabricagao de laminas e de back-end em 2013.
Possui um dos maiores grupos de projeto de circuitos integrados do Pais. Esta fornecendo ao
mercado chips para RFID. A empresa sera extinta em 2021.

Unitec Semicondutores S.A.

A empresa suspendeu os investimentos e encontra-se paralisada.

HT Micron

Estd em operagdo no Pais desde 2009, em uma unidade provisdria no campus da Unisinos em Sdo
Leopoldo/RS. Em outubro de 2013, inaugurou a sua unidade fabril. A nova unidade iniciara a
operagao no primeiro trimestre de 2014, a empresa estara ofertando para o mercado memorias
DRAM e NAND Flash em larga escala. Em 2017, iniciou a operacdo de fabricagdo de memadrias eMCP
e eMMC.

5. RESULTADOS DO PROGRAMA PADIS

O PADIS, embora tenha sido criado e regulamentado no ano de 2007, sé comecou a produzir
efeitos praticos em 2010, apds a aprovacdo dos primeiros projetos por parte dos Ministérios
responsaveis pela aprovacao dos projetos e posterior habilitacdo.

Uma Unica empresa beneficiou-se dos incentivos em 2011. Ao final desse ano, com a edigao do
Decreto n? 7.600, de 2011 foi introduzido um novo incentivo fiscal ao programa: a reducdo do Imposto
de Importacdo para maquinas, equipamentos, software e insumos utilizados no processo produtivo e
constante dos Anexos Il a IV do Decreto.

Até julho de 2020, os seguintes projetos estavam aprovados:

- duas empresas de processamento de laminas ou foundries - CEITEC S.A. (design e foundry) e
UNITEC Semicondutores;

- seis empresas fabricantes de memdrias — Smart, HT Micron, Multilaser, Cal-Comp, Adata
Semicondutores e HBS;

- trés empresas de projeto de circuitos integrados - IC design houses — Chipus, Idea e DFChip;

- trés empresas fabricantes de células e painéis fotovoltaicos — S4 Solar, BYD e Pure Energy;

- uma empresa de componentes optoeletronicos — BRPhotonics; e

- uma empresa de semicondutores organicos impressos — SUNEW Filmes Fotovoltaicos
Impressos.

O mapa a seguir ilustra as empresas que tiveram projetos aprovados, desde 2007, sendo que
algumas empresas nao se implantaram e tiveram seus projetos cancelados.
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A Tabela abaixo apresenta os resultados do Programa PADIS no periodo 2010 a 2019, com
informacgdes obtidas nos relatérios das empresas beneficiarias do Programa PADIS, apresentados
anualmente ao MCTI até 31 de julho:

RESULTADOS DO PROGRAMA PADIS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Empresas 3 3 8 8 8 16 20 24 24 16
Incentivadas
Numero de 3 0 8 0 2 10 6 2 0 0
Projetos
Aprovados no
ano!
Faturamento -- RS RS R$464 | R$919 | R$868 | RS1,1 | R$237 | R$3,3 R$ 2,2
Bruto das 336,8 253,4 Milhdes | Milhdes | Milhdes Bilhdo Bilhdes | Bilhdes | Bilhdes
Empresas Milhdes | Milhdes
Incentivadas
Renduncia fiscal - R$41,7 | R$67,8 R$ R$309 | R$399 | R$572 | R$715 | R$860 | RS 507
Milhdes | Milhdes 117,7 Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhde
Milhoes S
Impostos - R$ 51,1 RS 3,7 RS 7,4 RS 20,5 RS 49,8 RS 48,5 RS 82,7 RS 85 RS 59,2
federais MilhSes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhde
recolhidos s

1 Hd empresas com mais de um projeto aprovado.




Faturamento -— - RS RS RS 463 RS 917 RS 745 RS 851 RS RS RS

Contrapartida 245,2 239,2 Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes 1.894 2.524 1.671

P&D Milhdes | Milhdes MilhGes | Milhdes | Milhdes
Investimentos - RS 12,5 RS 14,3 RS 22,2 RS 32,4 RS 36,7 R$ 53,4 RS 78,7 RS 102 RS 90,2
em PD&I - Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes | Milhdes

semicondutores

Percentual do - 5,1% 6% 4,8% 3,5% 4,9% 6,3% 4% 4% 5,4%
faturamento de
investimentos
em P&D

Elaboracdo: SEMPI/MCTI

A lista a seguir relaciona as principais instituicdes credenciadas pelo Comité da Area de
Tecnologia da Informagdo — CATI, que realizaram convénios com as empresas beneficidrias do
Programa PADIS, para realizarem atividades de pesquisa e desenvolvimento em semicondutores.

Associacdo do Laboratério de Sistemas Integraveis Tecnoldgico — LSI-TEC

Centro de Tecnologia da Informacdo Renato Archer - CTI

Instituto de Pesquisas Eldorado

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

Em 2015, o nimero de trabalhadores nas empresas beneficidrias dos incentivos e beneficios
do PADIS foi de 1.173 colaboradores. Desses, mais de 100 sdo mestres e doutores e cerca de 450 sdo
engenheiros. Os investimentos em implanta¢ao industrial, de acordo com a ABISEMI, desde 2010
foram de RS 2 Bilh&es, grande parte utilizados para a construgdo de uma infraestrutura dedicada a
fabricacdo de dispositivos semicondutores, superior a 55.000 m?, salas limpas Classes 10, 100, 1.000 e
10.000, adequadas ao processamento e manipulacdo de laminas de 130 mm a 300 mm (6 a 12
polegadas)

Considerando que apenas no ano de 2012 o PADIS se tornou plenamente operacional. Uma
das razoes é que apds a aprovacao dos projetos e sua habilitacdo, como é caracteristico dessas
industrias, a entrada em operacdo decorre aproximadamente de 6 meses a um ano para os projetos
de back-end e um prazo superior a dois anos para os projetos de foundries.

Identifica-se, como resultado do Programa PADIS a implantacdo no Pais dos principais elos da
cadeia de desenvolvimento e fabricacdo de componentes semicondutores:



Difusédo Corte,
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Verificou-se no triénio 2013 a 2019, o crescimento do faturamento das empresas beneficidrias
do Programa PADIS nos dois primeiros anos e reducao do faturamento em 2015, voltando a crescer
nos anos seguintes. Assim, como no mercado internacional, a queda verificada na producao de bens
eletronicos no Brasil, tanto de telefones celulares, computadores, tablet e televisores, por exemplo,
reduziu a demanda por memodrias DRAM, Flash, LPDRAM, eMCP e eMMC fabricadas no Pais, no ano
de 2016. Em 2017 e 2018, verificou-se uma recuperacao do setor. O setor manteve-se estavel nos anos
de 2019 e 2020, mesmo com a Pandemia iniciada em fevereiro de 2020.

Por outro lado, os fabricantes de memoaria visando atender o mercado de celulares, do tipo
smartphones, ampliaram a oferta de tipos e capacidade das memarias eMCP e eMMC utilizadas nestes
modelos, desenvolvendo tecnologias de processo de fabricacdo em parceria ou ndo com os seus
fornecedores de laminas. Em 2015, a capacidade produtiva instalada dos fabricantes de memodrias
superou 50 milhdes de unidades, hoje é superior a 200 milhdes de unidades/ano.

No entanto, como ja relatado em anos anteriores, o Programa PADIS ndo obteve éxito na
atracdo de investimentos para a fabricag¢do de displays, outro importante componente para a industria
do complexo eletronico. Os mostradores ou displays sdo dispositivos fundamentais ou no minimo
representativos para diversos bens do complexo eletronico, como televisores, monitores de video,
computadores e celulares. De modo similar a industria de semicondutores, as unidades de producdo
de displays LCD ou plasma ou OLED estdo concentradas na Asia e demandam para o seu
desenvolvimento e fabricacdo, unidades complexas, com custo elevado. Nos ultimos anos, verificou-
se também uma fusdo ou aquisicdo de empresas, concentrando e consolidando investimentos no
Japao, Coréia, Formosa (Taiwan) e China.

Em relacdo as empresas com projetos aprovados para a fabricacdo de células e painéis
fotovoltaicos, muitos projetos foram aprovados entre os anos de 2015 e 2018. No entanto, por razdes
decorrentes da nao atualizacdao da relagdo de insumos, partes e pecas e maquinas para a fabricacao
de células e painéis fotovoltaicos dos Anexos do Programa PADIS, onerando a fabrica¢ao, a concessao
seguida de “Ex tarifarios” que reduziram as aliquotas do Imposto de importacdo a zero ou dois por
cento, dentre outros fatores e condicdes, tornaram as importagdes mais competitivas. Dessa forma,
tornou-se economicamente invidvel e ndo competitiva a fabricacdao de células e painéis fotovoltaicos
no Pais. Assim, apenas as empresas SUNEW e BYD mantiveram suas fabricas em operagdao com os
incentivos e beneficios do Programa PADIS. As empresas Balfar e a Pure Energy ndo iniciaram suas
atividades industriais incentivadas.

O setor, representado pela ABISEMI, tem procurado os Ministérios comunicando que estara
apresentando uma proposta de alteracdo do Programa PADIS para a sua vigéncia seja estendida até
dezembro de 2029. Cabe esclarecer, que a Lei 11.484, de 2007 prevé que os principais incentivos do
Programa PADIS (reducdo a zero das aliquotas do II, IPl e da PIS/COFINS) vigorardo até janeiro de 2022.



